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(57)摘要

本发明涉及一种有源矩阵有机发光二极体

显示屏及其制备方法，该制备方法包括提供第一

基板和第二基板，第一基板上形成有触控层，第

二基板上形成有低温多晶硅层，低温多晶硅层上

形成有有机发光器件层；在所述第一基板背对所

述触控层的一侧对所述第一基板进行减薄，直至

第一基板的厚度达到0.12T至0.2T；将第一基板

和第二基板封装在一起；在第二基板背对低温多

晶硅层的一侧对第二基板减薄，直至第二基板的

厚度达到0.12T至0.2T。最终使得有源矩阵有机

发光二极体显示屏最终厚度在0.24T以上，0.4T

以下，厚度较小，应用至手机等移动设备上可以

有效减小设备厚度，给用户带来更好的体验。
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1.一种有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法，其特征在于，所述制备方法包括：

提供第一基板和第二基板，所述第一基板上形成有触控层，所述第二基板上形成有低

温多晶硅层，所述低温多晶硅层上形成有有机发光器件层；

在所述第一基板背对所述触控层的一侧对所述第一基板进行减薄，直至所述第一基板

的厚度达到0.12T至0.2T；

将所述第一基板和第二基板进行封装；

在所述第二基板背对所述低温多晶硅层的一侧对所述第二基板进行减薄，直至所述第

一基板的厚度达到0.12T至0.2T。

2.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述第一基板和所述第二基板减薄后

的厚度均为0.15T。

3.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述将第一基板和第二基板进行封装

之前，还包括提供载体玻璃，以及将所述第一基板形成有触控层的那一面与载体玻璃贴合

的步骤；

所述将第一基板和第二基板进行封装之后，包括从所述第一基板上分离所述载体玻璃

的步骤。

4.根据权利要求3所述的制备方法，其特征在于，在将第一基板形成有触控层的那一面

与载体玻璃贴合之前，对所述第一基板进行减薄。

5.根据权利要求3所述的制备方法，其特征在于，在将第一基板形成有触控层的那一面

与载体玻璃贴合之后，将第一基板和第二基板封装在一起之前，对所述第一基板进行减薄。

6.根据权利要求3-5任一项所述的制备方法，其特征在于，提供的所述第一基板、第二

基板以及所述载体玻璃的厚度均为0.5T以上。

7.根据权利要求1-5任一项所述的制备方法，其特征在于，所述将第一基板和第二基板

进行封装，包括在所述第一基板上制作封装胶，利用封装胶将第一基板和第二基板进行贴

合，利用激光工艺熔化封装胶，使得第一基板和第二基板连接。

8.一种有源矩阵有机发光二极体显示屏，其特征在于，包括：第一基板和第二基板，所

述第一基板上形成有触控层，所述第二基板上形成有低温多晶硅层，所述低温多晶硅层上

形成有有机发光器件层，所述第一基板和第二基板封装在一起，所述第一基板和所述第二

基板的厚度为均0.12T至0.2T。

9.根据权利要求8所述的有源矩阵有机发光二极体显示屏，其特征在于，所述第一基板

和所述第二基板的厚度均为0.15T。

10.根据权利要求8或9所述的有源矩阵有机发光二极体显示屏，其特征在于，还包括封

装胶，位于第一基板和第二基板之间，用于连接第一基板和第二基板。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 110707133 A

2



有源矩阵有机发光二极体显示屏及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及有机发光显示技术领域，特别是涉及一种有源矩阵有机发光二极体

(Active-matrix  organic  light  emitting  diode，简称AMOLED)显示屏及其制备方法。

背景技术

[0002] 有源矩阵有机发光二极体显示屏广泛用作手机等移动设备上，目前，有源矩阵有

机发光二极体显示屏的制备方法是将制作完成后的显示屏进行减薄以降低其厚度，具体是

对背板玻璃进行减薄，以达到有源矩阵有机发光二极体显示屏薄的目的，但是减薄后的有

源矩阵有机发光二极体显示屏度为0.65T及以上，厚度仍然较厚。

发明内容

[0003] 基于此，有必要提供一种有源矩阵有机发光二极体显示屏及其制备方法。

[0004] 第一方面，本发明提供一种有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法，所述制

备方法包括：

[0005] 提供第一基板和第二基板，所述第一基板上形成有触控层(Touch  Panel，简称

TP)，所述第二基板上形成有低温多晶硅(Low  Temperature  Poly  Silicon，简称LTPS)层，

所述低温多晶硅层上形成有有机发光器件(Organic  Light  Emitting  Display，简称OLED)

层；

[0006] 在所述第一基板背对所述触控层的一侧对所述第一基板进行减薄，直至所述第一

基板的厚度达到0.12T至0.2T；

[0007] 将所述第一基板和第二基板进行封装；

[0008] 在所述第二基板背对所述低温多晶硅层的一侧对所述第二基板进行减薄，直至所

述第一基板的厚度达到0.12T至0.2T。

[0009] 上述有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法，会对第一基板和第二基板减

薄，使得有源矩阵有机发光二极体显示屏最终厚度在0.24T以上，0.4T以下，厚度较小，应用

至手机等移动设备上可以有效减小设备厚度。

[0010] 第二方面，本发明提供一种有源矩阵有机发光二极体显示屏，包括：第一基板和第

二基板，所述第一基板上形成有触控层，所述第二基板上形成有低温多晶硅层，所述低温多

晶硅层上形成有有机发光器件层，所述第一基板和第二基板封装在一起，所述第一基板和

所述第二基板的厚度为均0.12T至0.2T。

[0011] 上述有源矩阵有机发光二极体显示屏，所述第一基板和所述第二基板的厚度为均

0.12T至0.2T，使得有源矩阵有机发光二极体显示屏最终厚度在0.24T以上，0.4T以下，厚度

较小，应用至手机等移动设备上也能有效减小设备厚度。

附图说明

[0012] 图1为本发明一个实施例中的有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法的流程
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示意图；

[0013] 图2为本发明一个实施例中的第一基板的结构示意图；

[0014] 图3为本发明一个实施例中的第二基板的结构示意图；

[0015] 图4为本发明一个实施例中的第一基板减薄后的结构示意图；

[0016] 图5为本发明第二实施例中有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法的流程示

意图；

[0017] 图6为本发明一个实施例中的引入载体玻璃的第一基板的结构示意图；

[0018] 图7为本发明一个实施例中的制作了封装胶的第一基板的结构示意图；

[0019] 图8为本发明一个具体实施例中的有源矩阵有机发光二极体显示屏的结构示意

图；

[0020] 图9为分离了图8中的载体玻璃的有源矩阵有机发光二极体显示屏的结构示意图；

[0021] 图10为将图9中第二基板减薄后的有源矩阵有机发光二极体显示屏的结构示意

图。

具体实施方式

[0022] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对

本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并

不用于限定本发明。

[0023] 如背景技术所述，目前有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法是将制作完成

后的显示屏进行减薄以降低其厚度，具体是对背板进行减薄，减薄后的显示屏度为0.65T

(Thickness，厚度单位，1T通常等于1毫米)及以上，厚度仍然较厚。本发明实施例提供一种

有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法，显示屏最终厚度在0.24T以上，0.4T以下，厚

度较小，应用至手机等移动设备上可以有效减小设备厚度，给用户带来更好的体验。

[0024] 图1为一个实施例中有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法流程示意图，如

图1所示，该制备方法包括步骤102至步骤108：

[0025] 步骤102：提供第一基板和第二基板，第一基板、第二基板分别作为有源矩阵有机

发光二极体显示屏的封装盖板玻璃、背板玻璃。如图2所示，第一基板210上形成有触控层

212，如图3所示，第二基板310上形成有低温多晶硅层312，所述低温多晶硅层312上形成有

有机发光器件层314。

[0026] 具体地，如图3所示，第二基板310上还形成有其他内部电路316例如电源电路或驱

动电路等，有机发光器件层314于图3中从左往右依次包括红色有机发光器件层、绿色有机

发光器件层和蓝色有机发光器件层。触控层212内集成有触控线路。具体地，提供的所述第

一基板和第二基板均可为0.5T以上。

[0027] 步骤104：在所述第一基板背对所述触控层的一侧对所述第一基板进行减薄，直至

所述第一基板的厚度达到0.12T至0.2T；

[0028] 基于图2，在第一基板210背对触控层212的一侧所述第一基板210进行减薄，图4为

减薄后的第一基板210的结构示意图。

[0029] 于本发明的其中一个实施例中，如图5所示，所述将第一基板和第二基板进行封装

之前，还包括提供载体玻璃，将第一基板形成有触控层的那一面与载体玻璃贴合的步骤
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105，提供的载体玻璃厚度具体为0.5T以上。所述将第一基板和第二基板进行封装之后，具

体可以是后续在对第二基板减薄之后，包括从第一基板上分离所述载体玻璃的步骤107。因

为封装盖板玻璃减薄后在被运送至设备中与背板玻璃贴合的过程中，可能会因为封装盖板

玻璃过于薄而发生较大变形而影响其性能，引入载体玻璃有利于承载封装盖板玻璃，可以

大大减少前述变形情况的发生，和背板玻璃进行封装后，载体玻璃最终又能分离出来，也不

会影响有源矩阵有机发光二极体显示屏的厚度；选择的载体玻璃厚度为0.5T以上时，承载

性能也比较优良，更有利于减小封装盖板玻璃的变形。具体地，可采用剥离工艺将载体玻璃

从封装盖板玻璃上剥离，剥离采用LLO(Laser  Lift  Off，激光剥离)工艺或碱性剥离液浸泡

显示屏来实现。图6为一个具体实施例中基于图4的贴合了载体玻璃214的第一基板210的结

构示意图。

[0030] 本步骤中，可以在将第一基板形成有触控层的那一面与载体玻璃贴合之前，减薄

第一基板。或者，也可以在将第一基板形成有触控层的那一面与载体玻璃贴合之后，将第一

基板和第二基板进行封装之前，减薄所述第一基板。

[0031] 步骤106：将第一基板和第二基板进行封装。

[0032] 本步骤中，如图7所示，可先在第一基板210上制作封装胶216，具体是在第一基板

210背对触控层212的那一面的边缘具体是四周的边缘制作封装胶216，然后，如图8所示，利

用封装胶216将第一基板210和第二基板310进行贴合，利用激光工艺熔化封装胶，使得第一

基板和第二基板连接。然后，可以分离图8中的载体玻璃214，得到图9中的有源矩阵有机发

光二极体显示屏。其他实施例中，也可以在后续步骤108之后从第一基板上分离载体玻璃。

[0033] 如图9所示，关于将第一基板210和第二基板310贴合，可以是第一基板210背对触

控层212的那一面与第二基板310形成有低温多晶硅层312的那一面进行贴合。如图9所示，

第一基板210宽度和第二基板310宽度可以相等，第二基板310因还需制作内部电路316故长

度(长度方向为图9中左右方向)应大于第一基板210，因此关于将第一基板210和第二基板

310贴合，可以是第一基板210一短边与第二基板310的一短边对齐贴合，且第一基板210的

两个长边与第二基板310的两个长边对齐贴合。

[0034] 关于步骤102中提供第二基板的步骤，可以在步骤104之前执行，也可以在步骤104

之后，步骤106之前执行。

[0035] 步骤108：在所述第二基板背对所述低温多晶硅层的一侧对所述第二基板进行减

薄，直至第二基板的厚度达到0.12T至0.2T。图10为一个实施例中将图9中第二基板310减薄

后的有源矩阵有机发光二极体显示屏的结构示意图。

[0036] 所述第一基板减薄后的厚度达到0.12T至0.2T，具体可以是012T、0.2T、0.16T或

0.15T。所述第二基板减薄后的厚度达到0.12T至0.2T，具体可以是012T、0.2T、0.16T或

0.15T。第一基板和第二基板的厚度使得显示屏最终厚度在0.24T以上，0.4T以下，厚度较

小，应用至手机等移动设备上可以有效减小设备厚度，给用户带来更好的体验，所述第一基

板和第二基板均减薄至0.15T时，显示屏最终厚度在0.3T以上，有一定厚度也使得显示屏在

运送使用过程不易损坏，满足大世代产线对于玻璃的搬运要求。

[0037] 需要说明的是，本发明实施例中所提到的第一基板的厚度和第二基板的厚度，均

是测量基板玻璃包括其上器件结构层的整体厚度，因为触控层厚度一般为100纳米至1微

米，低温多晶硅层厚度约为0.3微米，有机发光器件层的厚度约为100纳米，而基板的厚度为
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毫米级，因此基板厚度测量时触控层、低温多晶硅层、有机发光器件层的厚度可以忽略不

计。

[0038] 本发明实施例中的有源矩阵有机发光二极体显示屏的制备方法，会对第一基板和

第二基板减薄，使得显示屏最终厚度在0.24T以上，0.4T以下，厚度较小，应用至手机等移动

设备上可以有效减小设备厚度，给用户带来更好的体验。且本发明实施例减薄第一基板背

对触控层的那一面，不会损坏触控层。

[0039] 应该理解的是，虽然图1的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示，但是这

些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明，这些步骤的

执行并没有严格的顺序限制，这些步骤可以以其它的顺序执行。而且，图1中的至少一部分

步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段，这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行

完成，而是可以在不同的时刻执行，这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行，

而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

[0040] 本发明实施例还提出一种有源矩阵有机发光二极体显示屏，如图10所示，该有源

矩阵有机发光二极体显示屏包括：第一基板210和第二基板310，第一基板210、第二基板310

分别作为有源矩阵有机发光二极体显示屏的封装盖板玻璃、背板玻璃，所述第一基板210上

形成有触控层212，所述第二基板310上形成有低温多晶硅层312，所述低温多晶硅层312上

形成有有机发光器件层314，所述第一基板210和第二基板310封装在一起，所述第一基板

210和所述第二基板310的厚度为均0.12T至0.2T。

[0041] 如图10所示，本发明实施例中的有源矩阵有机发光二极体显示屏还包括封装胶

216，位于第一基板210和第二基板310之间，用于连接第一基板210和第二基板310。

[0042] 具体地，如图10所示，第二基板310上还形成有其他内部电路316例如电源电路或

驱动电路等，有机发光器件层314于图3中从左往右依次包括红色有机发光器件层、绿色有

机发光器件层和蓝色有机发光器件层。触控层212内集成有触控线路。具体地，提供的所述

第一基板和第二基板均可为0.5T以上。

[0043] 具体地，所述第一基板210和所述第二基板310的厚度均可以是012T、0.2T、0.16T

或0.15T。第一基板210和第二基板310的厚度使得显示屏厚度在0.24T以上，0.4T以下，厚度

较小，应用至手机等移动设备上可以有效减小设备厚度，给用户带来更好的体验，所述第一

基板210和第二基板310均为0.15T时，有源矩阵有机发光二极体显示屏最终厚度在0.3T以

上，有一定厚度也使得有源矩阵有机发光二极体显示屏在运送使用过程不易损坏，满足大

世代产线对于玻璃的搬运要求。

[0044] 需要说明的是，本发明实施例中所提到的第一基板210的厚度和第二基板310的厚

度，均是测量基板玻璃包括其上器件结构层的整体厚度，因为触控层212厚度一般为100纳

米至1微米，低温多晶硅层312厚度约为0.3微米，有机发光器件层314的厚度约为100纳米，

与基板玻璃厚度均不是一个数量级，测量时可以忽略不计。

[0045] 本发明实施例中的有源矩阵有机发光二极体显示屏，所述第一基板210和所述第

二基板310的厚度为均0.12T至0 .2T，使得有源矩阵有机发光二极体显示屏最终厚度在

0.24T以上，0.4T以下，厚度较小，应用至手机等移动设备上也能有效减小设备厚度，可以显

示更清晰明亮的画质，更省移动设备的空间，因此置放其他组件如电池、散热系统的空间变

大，还能减轻移动设备的重量。
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[0046] 本发明实施例还提出一种移动设备，可以是智能手机，包括前述任一实施例中所

述的有源矩阵有机发光二极体显示屏，该移动设备中的有源矩阵有机发光二极体显示屏中

的第一基板和第二基板的厚度为均0.12T至0.2T，使得所述显示屏最终厚度在0.24T以上，

0.4T以下，厚度较小，使得移动设备例如智能手机等的厚度也在一定程度上降低，可以显示

更清晰明亮的画质，更省空间，因此置放其他组件如电池、散热系统的空间变大，移动设备

的重量也会减轻。

[0047] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实

施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存

在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0048] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来

说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护

范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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